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高密度実装を実現する基板内蔵用部品
Embedded Passive Devices that Achieves High Density Mounting

■ 低背形受動部品　X
Resistors

R73 / X
Inductors

L73
 Low Profi le Passive Components

■ ベアチップ抵抗ネットワーク　KPC-B
 Bare Chip Resistor Networks

特　　長 特　　長
●   汎用品よりも薄い厚さ0.15mm（Max.） 
●　銅めっき電極です。
●　広い電極幅を確保しています。

●   半導体ベアチップと同じ実装プロセスで基板内蔵が可能です。
●   金属皮膜タイプで高精度・低T.C.R.
●   オペアンプ回路などに適した相対精度保証品もあります。

Features
●     Thickness 0.15mm Max. 
●    Copper plating terminations 
●    Wide area of the terminations is achieved.

Features
●     It is possible to be embedded in the substrate by the same 

mounting process as the semiconductor bare-chips.
●     High accuracy and low T.C.R. due to the metal fi lm type.
●     There are also a relative accuracy guarantee type for the   

operational amplifi er circuit, etc.

低背厚膜チップ抵抗器 XR73
Low Profi le Thick Film Chip Resistors

低背チップインダクタ XL73
Low Profi le Chip Inductors

ベアチップ抵抗器 KPC-B
Bare Chip Resistor Networks
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KOAの基板内蔵用部品ロードマップ　Product roadmap for embedded passive device

開発品につき、ご使用に際しましては、弊社担当者にお問い合わせ下さい。  Since this product is still under development, if you are interested in using this product, please contact our sales person.

0.6 × 0.3mm

1.0 × 0.5mm 1.0 × 0.5mm

はんだ接続用
For soldering

銅めっき接続用
For Cu plating connection

Snめっき電極品
Sn Plating termination type

銅めっき電極品
Cu plating termination type

高精度薄膜抵抗
High precision metal fi lm resistors

2010 2011 2012

低背厚膜チップ抵抗器　RK73
Low Profi le Thick Film Chip Resistors
1005mm t=0.26mm Max.

低背厚膜抵抗ネットワーク
Low Profi le Thick Film Resistor Networks

小形・低背化
Small・Low Profi le

ラインアップ拡大
Lineup Expansion

高精度・低T.C.R.
High Precision
Low T.C.R.

低背薄膜チップ抵抗器
Low Profi le Metal Film Chip Resistors

ベアチップ抵抗器
Bare Chip Resistor Networks

KPC-B

低背厚膜チップ抵抗器　XR73
Low Profi le Thick Film Chip Resistors
0603mm/1005mm t=0.15mm Max.

低背チップインダクタ　XL73
Low Profi le Chip Inductors
1005mm t＝0.15mm Ｍax.


